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Abstract (en)

[origin: US4744540A] A casting mold for manufacturing grid plates for lead batteries makes use of easily interchangeable mold inserts for each half
of a two-part, external metallic mold holder. The mold inserts are made of a highly porous microfiber nonwoven material, and render unnecessary
the conventional cork-flour coating of casting molds due to good thermal insulating properties, high permeability to air and non-wettability by lead.
The casting mold inserts are manufactured in a process which involves fixing of the nonwoven material with a curable binder either during or after

shaping of the negative for the grid plate, so that the resulting parts assume a cardboard-like consistency.

Abstract (de)
Eine GieBform zur Herstellung von Gitterplatten fur Bleiakkumulatoren in Gestalt leicht auswechselbarer Einsatzteile fur die Halften eines geteilten
auBeren metallischen Formtragers ist aus einem hochpordsen Mikrofaservlies gebildet und macht dank ihrer guten Wéremisolation, hohen
Luftdurchlassigkeit und Nichtbenetzbarkeit durch Blei die konventionelle Korkmehlbeschichtung der Gie3form durch Einspritzen Uberflissig. Die
Teile der Gie3form entstehen in einem mit der Herstellung von Buttenpapier vergleichbaren Arbeitsprozef3. Durch Fixieren des Vliesmaterials (1)
wahrend oder nach dem Einformen des Gitterplatten-Negativs (2) mit einem aushéatbaren Bindemittel erhalten die GieB3form-Teile ein kartonartige
Konsistenz.
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